
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CarboTherm® 热管理填料 
氮化硼粉末 
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不论是设计电力设备、印刷电路板，或是新一代 LED 灯，热量积累都是最

常见的限制因素。再加上设备需要在越来越小的尺寸中容纳越来越多的能

量，使得对更优良的热管理工具的需求日益凸显。  

CarboTherm 热管理填料结合高导热性和出色的介电性能，为最热的应用提

供了最优秀的解决方案，进而成为热界面材料化合物制造商的理想选择。 

CarboTherm 粉末提供了多种粒度和分布，产品厚度从亚微米级到超过 
300 微米不等，包含标准商用品级和定制品级，提供最为广泛的团聚物和片

状晶体形式，以适应各种不同应用场合的热管理需要。  

CarboTherm 专为改进聚合物在多种应用场合下的热性能而设计，它将氮化

硼独特的热学、化学、机械和电气性能与来自圣戈班的行业领先定制支持

相结合，针对您的特定需求提供最优化的性能。 

 
 
 

 提供了广泛的粒度分布，适用于标准应

用和定制应用 
 
 
关键应用 
 印刷电路板半固化片 
 热界面材料 
 空隙填料 
 柔性导热垫片 
 灌封/模塑化合物 
 用于外壳、机箱和垫面等的热塑性塑料

和热固性塑料。 
 
 
 
目标市场 
 塑料制造  
 电子电力设备  
 半导体制造 
 固态照明/LED 
 
 
 
 

 低介电常数使得电气设备性能得以保证  
 高润滑性降低了加工设备的磨损  
 无磨损的特性可实现对重要电子元器件

进行温和处理  

特性/优势 
 具有高导热性，可使装配件有效散热 
 低密度，重量轻的特性可以提高填充

量，降低填料总成本 



 
                 

CarboTherm 应用指南 
 
CarboTherm 团聚物（颗粒）由一系列密度/孔隙度不同的氮化硼晶体构成，由于颗粒形态而实现更有效地颗粒堆积，

由于低密度粗颗粒而实现较低的界面阻力，使其成为利用低至中度剪切加工并需要通过平面进行热传导的应用的

理想选择。  
 

而另一方面，CarboTherm 片状晶体具有类似于石墨的薄片状结构，在聚合物加工中趋向于与流向一致，使其非常适

合于热扩散应用，例如使用高剪切加工方式进行热塑性塑料三维注塑成型。     
 

            
 
 

 
 
 

 CarboTherm 片晶粉末非常适合于利用高剪切加

工的热塑性聚合物，并经常用于成本要求严苛

的应用中 
 CarboTherm 低密度团聚物粉末非常适合于利用

低剪切加工的热固性聚合物，并提供了各向同

性的热性能 
 CarboTherm 高密度团聚物粉末非常适合于利用

中等剪切加工的热固性聚合物，提供了各向同

性的热性能，并实现了高填料量 
 CarboTherm 球形粉末设计用于需要最高热性能

的利用低剪切加工的热固性聚合物 
 
这些建议只是一般性的指南。请联系您的 
CarboTherm 热管理专家咨询最符合您应用需求的

方案，电子邮箱为 BNSales@Saint-Gobain.com，

电话 (716) 601 2051。 
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